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1

Clasificación de la sensibilidad a la humedad / reflujo de 
dispositivos de montaje superficial no herméticos

1  PROPÓSITO

El propósito de esta norma es el de identificar el nivel de clasificación de los dispositivos de montaje en superficie (SMDs) no 
herméticos que son sensibles al estrés inducido por la humedad para que puedan ser adecuadamente empaquetados, almacenados y 
manejados con el fin de evitar daños durante las operaciones de soldadura por reflujo en el ensamblaje y/o reparaciones.

Esta norma puede usarse para determinar el nivel de clasificación que se debería utilizar para la cualificación de componentes de 
montaje en superficie (SMD). Pasar los criterios de este método de prueba no es suficiente por sí solo para asegurar la fiabilidad 
a largo plazo. Las clasificaciones de MSL (nivel de sensibilidad a la humedad) generadas según este documento se utilizan para 
determinar las condiciones de absorción para el pre-acondicionamiento según JESD22-A113.

Nota:  Un documento relacionado, el J-STD-075 (Clasificación de Componentes Electrónicos No-IC para Procesos de Montaje) 
identifica e incluye los requisitos de clasificación PSL (nivel de sensibilidad al proceso) para no-ICs (circuitos no integrados), además 
de hacer referencia al MSL (nivel de sensibilidad a la humedad) de este documento. Algunos circuitos integrados (ICs) pueden 
ser sensibles a los procesos. Refiérase al J-STD-075 para los posibles requisitos futuros de clasificación del PSL para los circuitos 
integrados (ICs).

1.1  Alcance  Este procedimiento de clasificación se aplica a todos los encapsulados SMD no herméticos que, debido a la humedad 
absorbida, podrían ser sensibles al daño durante el reflujo de la soldadura. El término SMD, tal como se utiliza en este documento, 
se refiere a componentes de montaje superficial con encapsulado de plástico y otros encapsulados de otros materiales permeables 
a la humedad. Las categorías están pensadas para su uso por los fabricantes de componentes SMD para informar a los usuarios 
(operaciones de montaje de tarjetas) del nivel de sensibilidad a la humedad de los dispositivos de su producción, y para su uso en las 
operaciones de ensamble de la placa para asegurar que se apliquen las precauciones de manejo adecuadas a los dispositivos sensibles 
a la humedad / reflujo. Si no se han realizado cambios importantes en un componente SMD previamente calificado, este método 
puede utilizarse para la reclasificación de acuerdo con 4.3.

Esta norma no puede abordar todas las posibles combinaciones de componentes, ensambles de placas y diseños de productos. Sin 
embargo, la norma proporciona un método de ensayo y criterios para las tecnologías más comunes. Cuando se necesiten componentes 
o tecnologías poco comunes o especializados, el desarrollo debe incluir la participación del cliente / fabricante y los criterios deben 
incluir una definición consensuada de aceptación del producto.

Los componentes SMD clasificados a un determinado nivel de sensibilidad a la humedad mediante procedimientos o criterios definidos 
en cualquier versión anterior de J-STD-020, JESD22-A112 (obsoleto) o IPC-SM-786 (obsoleto) no necesitan ser reclasificados a la 
revisión actual a menos que se desee un cambio en el nivel de clasificación o la clasificación para una temperatura de pico más alta. 
El Anexo B proporciona una visión general de los cambios importantes de la revisión D a la revisión E de este documento.

Nota:  Si los procedimientos de este documento se usan en dispositivos encapsulados que no están incluidos en el alcance de esta 
especificación, los criterios de fallo para dichos encapsulados tienen que acordarse entre el proveedor del dispositivo y su usuario 
final.

1.2  Antecedentes  La presión de vapor de la humedad dentro de un encapsulado no hermético aumenta considerablemente cuando 
el componente se expone a la alta temperatura del reflujo de la soldadura. Bajo ciertas condiciones, esta presión puede provocar una 
delaminación interna de los materiales de encapsulado de la matriz (die) y/o del perímetro de terminales/sustrato, fracturas internas 
que no se extienden al exterior del encapsulado, daño en el bonding, estrechamiento del alambre (wire), agrietamiento de la película 
fina, bonding levantado, matriz (die) levantada o formación de cráteres debajo de las conexiones del wire bonding. En los casos más 
severos, la tensión puede dar lugar a grietas externas en el encapsulado. Esto se conoce comúnmente como el fenómeno de “palomitas 
de maíz” (popcorn) debido a que el estrés interno provoca que el cuerpo del componente se hinche y luego se fracture con un “pop” 
audible. Los componentes SMD son más susceptibles a este problema que los componentes de tecnología de orificios pasantes porque 
están expuestos a temperaturas más altas durante la soldadura por reflujo. La razón de esto es que la operación de soldadura se tiene 
que realizar en el mismo lado de la placa donde se encuentran los dispositivos SMD. Para los dispositivos de orificios pasantes, la 
operación de soldadura se produce bajo la placa que protege los dispositivos del material de soldadura caliente.

1.3  Términos y definiciones  Las definiciones de los términos utilizados en esta norma están de acuerdo con el IPC-T-50 excepto 
las que se indican a continuación. Los términos marcados con un asterisco (*) son citas textuales del IPC-T-50 y se reimprimen aquí 
para su comodidad.

1.3.1  Exposición a la humedad equivalente acelerada  La exposición a la humedad a una temperatura más alta durante un tiempo 
más corto (en comparación con la inmersión estándar), para proporcionar aproximadamente la misma cantidad de absorción de 
humedad. Véase también “Exposición a la humedad”.

This is a preview of "IPC/JEDEC J-STD-020E...". Click here to purchase the full version from the ANSI store.
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